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(S) Verbessertes Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip-Technik-Prozessen 

@ Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip-Tech- 
nik-Prozessen, mit den Sch ritten des Auftragens einer Un- 
terfullung (27) auf ein Substrat (22), des Umdrehens einer 
Primarscheibe (21), so da(5 die Ansatze (211) der Primar- 
scheibe (21) dem Substrat (22) zugewandt sind, des Plat- 
zierens der Primarscheibe (21) auf dem Substrat (22) und 
des Ausubens von Druck und Warme, urn die Primar- 
scheibe (21) mit dem Substrat (22) zu verbinden, des Auf- 
tragens eines Klabstoffes (28) auf eine Oberseite der Pri- 
marscheibe (21) und des anschliefienden Befestigens ei- 
ner Sekundarscheibe (23) auf der Primarscheibe (21), des 
etektrischen Verbindens der Sekundarscheibe (23) mit 
dem Substrat (11), und des Kapselns der Primarscheibe 
(21), der Sekundarscheibe (23) und der Golddrahte (24) 
mit einem VerguSmittel (26), wobei nur eine Bond-Proze- 
dur fur die Kapselung der Chips erforderlich ist und die 
Grof^e der Kapselung reduziert wird. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein verbessertes 
Verfahren zur Montage von Chips in Flip-Chip-Technik- 
Prozessen. 

[0002] Die Haibleiterscheiben sind fiir verschiedene An- 

wendungen vorgesehen, wobei seit kurzem die Tendenz be- 
sleht, diese in Modulen zu packen, um diese Bedurfhisse zu 
befriedigen. Bestimmte Scheiben sind so konfiguriert, daB 
sie fur den Betrieb init anderen kombiniert werden miissen. 
Wenn jedoch der Abstand zwischen den Verbindungsdrah- 
ten zwischen den Stiften der zwei Scheiben einen gewissen 
Wert ubersteigt, wird die Funkdon der Scheiben deutlich be- 
einfluBt, weshalb vorgeschlagen wird, eine Scheibe auf der 
anderen zu stapeln, um den Abstand zwischen diesen zu ver- 
kiirzen. Fig. 1 zeigt ein herkommliches Verfahren des Sta- 
pebis einer Scheibe auf einer anderen. Wie gezeigt ist, wird 
eine Primarscheibe 11 zuerst auf einem Substrat 12 befe- 
stigt, woraufhin Golddrahte 14 zwischen der Primarscheibe 
11 und dcm Substrat 12 gcbondet werden. AnschlicBcnd 
wird eine Sekundarscheibe 13 auf der Oberseite der Primar- 
scheibe 11 befestigt, woraufhin Golddrahte zwischen der 
Sekundarscheibe 13 und dem Substrat 12 gebondet werden. 
SchlieBlich werden die Primarscheibe und die Sekundar- 
scheibe 11 und 13 und die Golddrahte 14 und 15 mit einem 
VerguSmittel gekapselt. 

[0003] Da die Golddrahte 14 zwischen der Primarscheibe 
11 und dem Substrat 12 gebondet werden, miissen trotzdem 
die Golddrahte 15 in einem Abstand von den Golddrahten 
14 angeordnet sein, um nicht in den Bereich der GolddrShte 
14 zu gelangen, wodurch das Volumen des Gehauses fiir die 
Primarscheibe und die Sekundarscheibe 11 und 13 erhoht 
wird. 

[0004] AuBerdem ist es erforderlich, ein leitendes Gel auf 
der Oberseite der Primarscheibe 11 anzuordnen, bevor die 
Sekundarscheibe 13 auf der Primarscheibe U befesdgt 
wird, um eine gegenseitige Storung der Golddrahte 14 und 
der Sekundarscheibe 13 zu verhindem, wodurch die Hohe 
der Kapselung der Primarscheibe und der Sekundarscheibe 
11 und 13 erhoht wird, wodurch sie fiir die Verwendung in 
diinnen Vorrichtungen ungeeignet wird. 
[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Nach- 
teile des obenerwahnten Siandes der Technik zu beseitigen 
und ein verbessertes Verfahren zum Montieren von Qiips in 
Rip-Chip-Technik-Prozessen zu schaffen. 
[0006] Es ist die Hauptaufgabc der Erfindung, ein verbes- 
sertes Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip- 
Technik-Prozessen zu schaffen, das nur eine Bond-Prozedur 
fiir die Kapselung der Chips erfordert. 
[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein ver- 
bessertes Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip- 
Technik-Prozessen zu schaffen, das die GroBe der Kapse- 
lung der Chips reduzieren kann. 

[0008] Diese Aufgaben werden erfindungsgemaB gelost 
durch ein Verfahren, das die im Anspruch angegebenen 
Merkmale besitzt. 

[0009] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung wer- 
den deutlich beim Lesen der folgenden Beschreibung bevor- 
zugter Ausfiihrungsformen, die auf die beigefugten Zeich- 
nungen Bezug nimmt; es zeigen: 

[0010] Fig. 1 ein herkSmmliches Verfahren zum Montie- 
ren eines Chips in Stapelscheibentechnologien; und 
[0011] Fig. 2A, 2B, 2C, 2D und 2E ein verbessertes Ver- 
fahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip- und Stapel- 
scheiben-Techniken. 

[0012] Die Fig. 2A, 2B, 2C, 2D und 2E zeigen ein verbes- 
sertes Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip- 
Techniken, mit einem Subsu^t22, einer Unterfiillung 27, ei- 



ner Primarscheibe 21, einem KlebstofF 28, einer Sekundar- 
scheibe 23 mit derselben GroBe wie die Primarscheibe 21, 
Golddrahten 24 und einem VerguBmittel 26. Wie gezeigt ist, 
umfafitdas verbesserte Verfahren zum Montieren von Chips 
5 in Flip-Chip-Techniken die Schritte: 

l.~Auftragen d'eTUnterfiUlung '27 auFdas Sub^^ 

(das mit darauf befindlichen Metalllotanschlussen 221 

versehen sein kann) (siehe Fig. 2a); 

to 2. Umdrehen der Primarscheibe 21, so daB ihre An- 
satze 211 dem SubsU*at 22 zugewandt sind, wobei die 
Primarscheibe 21 auf dem Substrat 22 plaziert wird 
und Druck und Warme ausgeubt werden, um die Pri- 
marscheibe 21 mit dem Substrat 22 zu verbinden (siehe 

15 Fig. 2b); 

3. Auftragen eines Klebstoffs 28 auf die Oberseite der 
Primarscheibe 21 und anschlieBendes Befestigen der 
Sekundarscheibe 23 auf der Primarscheibe 21 (siehe 
Fig, 2c); 

20 4. elektrisches Verbinden des AluminiumanschluBfcl- 
des auf der Sekundarscheibe 23 mit dem (nicht gezeig- 
ten) Stift des Substrats 22 (siehe Fig. 2d); und 
5. Kapseln der Primarscheibe 21, der Sekundarscheibe 
23 und der Golddrahte 24 mit dem VerguBmittel 26 

25 (siehe Fig, 2e). 

[0013] GemaB dem verbesserten Verfahren zur Montage 
von Chips in Flip-Chip-Technik-Prozessen ist nur eine 
Bond-Prozedur fiir die Kapselung der Halbleiterchips erfor- 
30 derlich, wodurch die Herstellungskosten gesenkt werden 
und die Gi^Be des Gehauses der Halbleiterchips reduziert 
wird und die Verzogerung bei der Signalubertragung verrin- 
gert wird. 
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Patentanspriiche 

Verfahren zur Montage von Chips in Flip-Chip-Tech- 
nik-Prozessen, gdcennzeichnet durdi die Schritte: 
Auftragen einer Unterfiillung (27) auf ein Substrat 

(22) ; 

Umdrehen einer Primarscheibe (21), so daB die An- 
satze (211) der Primarscheibe (21) dem Substrat (22) 
zugewandt sind; 

Plazieren der Primarscheibe (21) auf dem Substrat (22) 
und Ausiiben von Druck und Warme, um die Primar- 
scheibe (21) mit dem Substrat (22) zu verbinden; 
Auftragen eines Klebstoffes (28) auf eine Oberseite der 
Primarscheibe (21) und anschlieBendes Befestigen ei- 
ner Sekundarscheibe (23) auf der Primarscheibe (21); 
elektrisches Verbinden der Sekundarscheibe (23) mit 
dem Substrat (22); und 

Kapseln der Primarscheibe (21), der Sekundarscheibe 

(23) und der Golddrahte (24) mit einem VerguBmittel 
(26). 
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